
















































































专利名称(译) 微器件传送头

公开(公告)号 CN104054167B 公开(公告)日 2017-02-01

申请号 CN201280067417.9 申请日 2012-11-07

[标]申请(专利权)人(译) 勒克斯维科技公司

申请(专利权)人(译) 勒克斯维科技公司

当前申请(专利权)人(译) 苹果公司

[标]发明人 A拜布尔
JA希金森
H FS劳
胡馨华

发明人 A·拜布尔
J·A·希金森
H-F·S·劳
胡馨华

IPC分类号 H01L21/58 H01L21/677 H05K13/04

CPC分类号 B32B37/025 B32B37/06 B32B2457/20 H01L21/67144 H01L24/83 H01L24/97 H01L2224/83005 
H01L2224/97 H01L2924/12041 H01L2924/1461 H01L2924/15153 H01L21/6833 H01L24/75 H01L24/95 
H01L2224/75725 H01L2224/7598 H01L2924/10253 H01L2924/10329 H01L2924/1421 H01L2924/1431 
H01L2924/1434 Y10T156/1153 Y10T156/1707 Y10T156/1744 Y10T156/1749 Y10T156/1776 H01L2224
/83 H01L2924/00

代理人(译) 王茂华

优先权 61/561706 2011-11-18 US
61/594919 2012-02-03 US
61/597109 2012-02-09 US
13/372277 2012-02-13 US
13/372292 2012-02-13 US
13/372310 2012-02-13 US

其他公开文献 CN104054167A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

公开了一种微器件传送头和头阵列。在实施例中，微器件传送头包括基底衬底、具有侧壁的台面结构、在台面结构之上形成的电
极、以及覆盖电极的介电层。能够向微器件传送头和头阵列施加电压以从载体衬底拾起微器件并且将微器件释放到接收衬底上。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/581713dd-2ccc-4cbf-a520-b324cb362665
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047325228/publication/CN104054167B?q=CN104054167B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN104054167B



